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Beschreibung 

Verfahren zur Verbindung einer integrierten Schaltung mit ei- 
nem Substrat und ent sprechende Schaltungsanordnung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verbin- 
dung einer integrierten Schaltung mit einem Substrat und eine 
ent sprechende Schaltungsanordnung. 

Obwohl prinzipiell auf beliebige integrierte Schaltungen an- 
wendbar, werden die vorliegende Erfindung sowie die ihr 
zugrundeliegende Problematik in bezug auf Chips mit integ- 
rierten Schaltungen in Sili zium-Technologie erlautert . 

Bekannte CSP(Chip Size Package)- oder WLP (Wafer Level Packa- 
ge) -Losungen zur Verbindung einer integrierten Schaltung mit 
einem Substrat weisen Zuverlassigkeit sprobleme bei Tempera- 
turwechseln insbesondere bei groBen Schaltungsanordnungen 
auf, und zwar insbesondere bei immer kleiner werdenden Ab- 
standen zwischen Substrat und verpacktem Chip. Durch die un- 
terschiedlichen thermischen Ausdehnungs koef f izienten von ver- 
packter Schaltungsanordnung und Substrat entstehen unter- 
schiedliche Langenausdehnungen beider Komponenten wahrend der 
Temperaturwechsel . 

Bei Chip Size Packages und Wafer Level Packages sind bisher 
im wesentlichen zwei Arten von Verbindungsst rukturen zwischen 
dem Chip und dem Substrat bekannt. 

Die erste ubliche Losung zur Verbindung einer integrierten 
Schaltung mit einem Substrat ist die Verwendung von Ball- 
Grid-Arrays mit starren Lotkugelchen oder Bumps zur mechani- 
schen Verbindung unter zusatzlicher Verwendung einer Unter- 
fullung, urn die Stabilitat zu erhohen. Bei dieser Losung 
fuhrt die Fehlanpassung der thermischen Eigenschaf ten des 
Chips und des Substrats, insbesondere des thermischen Ausdeh- 
nungskoeff izienten, zu grolien Zuverlassigkeitsrisiken . Die 
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Lotkugelchen konnen bei Temperaturwechseln abgeschert werden. 
Insbesondere bei groBen Chips beschrankt dies die Zuverlas- 
sigkeit erheblich. 

Zur Verhinderung derartiger unerwunschter Defekte sind ver- 
schiedene Arten von Zwischenverbindungschichten (Interposer) 
entwickelt worden, welche als Spannungspuf f er zwischen dem 
Chip mit geringem thermischen Ausdehnungskoef f izienten und 
dem Substrat mit hohem thermischen Ausdehnungskoef f izienten 
dienen. Derartige Lbsungen erhohen die Hbhe des Aufbaus, die 
Anzahl von Verbindungen und zumindest die Kosten. 

Fig. 4 zeigt eine schematische Ansicht von einem Teil einer 
Schaltungsanordnung vom Interposer-Typ zur Erlauterung der 
Problematic die der Erfindung zugrunde liegt. 

In Figur 4 bezeichnet Bezugszeichen 100 ein Schal tungssub- 
strat, beispielsweise in Form eines Modulbords . Bezugszeichen 
la bezeichnet zusammenf assend eine Verpackung einer integ- 
rierten Schaltung, welche im vorliegenden Fall ein Chip 5 
ist. Der Chip 5 weist Kontaktpads 6 auf, an denen elektrische 
Anschlusse der darin befindlichen Schaltung nach aul3en ge- 
fuhrt sind. Auf der Vorderseite VS des Chips 5 ist mittels 
einer Klebeschicht 10 ein Interposer 15 aufgebracht, der in 
der Mitte eine Durchfuhrung aufweist, durch die Zuleitungen 7 
durch ein Klebemittel 8 abgedichtet gefuhrt sind, welche an 
ihrem einen Ende mit den Kontaktpads 6 und an ihrem anderen 
Ende mit Anschlussbereichen 140 verbunden sind, wobei letzte- 
re auf der Anschlussseite AS der Verpackung la angebracht 
sind. Die Anschlussbereiche 140 sind mit einer Umverdrahtung 
verbunden, welche eine Mehrzahl von Anschlussbereichen 50 
aufweist, die zur Verbindung mit einer entsprechenden Anzahl 
von Anschlussbereichen 110 auf dem Schaltungssubs t rat 100 
vorgesehen sind. 



Diese 
durch 



mechanische und elektrische Verbindung 
entsprechende Lotkugelchen 30 zwischen 



wird realisiert 
den Anschlussbe- 
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reichen 110, 150, wobei zwischen Schaltungssubstrat 100 und 
Interposer 15 zusatzlich ein Unterf ullmittel 50 in Form eines 
Klebstoffes eingebracht ist. 

5 Auf der Ruckseite des Chips 5 ist eine Verkapselung 20 vorge- 
sehen, beispielsweise aus undurchsicht igen Epoxiharz. Die ge- 
strichelten Linien in Figur 4 bezeichnen einen Verbiegungs- 
einfluss V aufgrund thermischer Fehlanpassungen, der dazu 
fuhrt, dass bei einer derartigen Geometrie insbesondere die 

0 Randbereiche einer groften Spannung ST unterliegen. Diese 

Spannung ST ist letztendlich die Ursache dafur, dass die au- 
fteren Lot kiigelchen bei Temperaturwechseln haufig abgeschert 
bzw. abgerissen werden. 

5 Fig. 5 zeigt eine schematische Ansicht von einem Teil einer 
Schaltungsanordnung vom Chip-Size-Typ zur Erlauterung der 
Problematik, die der Erfindung zugrundeliegt . 

Bei der Anordnung gemaft Figur 5 ist im Gegensatz zu der An- 
0 ordnung gemaft Figur 4 kein Interposer vorgesehen. Vielmehr 
befindet sich dort auf der Vorderseite VS des Chips 5 eine 
dielektrische Schicht 25, auf der Anschlus sbereiche 150 vor- 
gesehen sind, die uber die Umverdrahtung mit den Kontaktpads 
6 verbunden sind. Analog zum Beispiel nach Figur 4 sind Lot- 
5 . kiigelchen 30 vorgesehen, welche eine mechanische und elektri- 
sche Verbindung zwischen der Verpackung lb mit dem Chip 5 und 
dem Schaltungssubstrat 100 vorsehen. Urn ein unerwunschtes 
Zerflieften von Lot vorzusehen, ist auf der Anschlussseite AS 
weiterhin eine Lotstopschicht von 120 vorgesehen, welche be- 
0 wirkt, dass die Lotkugelchen 30 an den vorgesehenen Orten er- 
halten bleiben und nicht zerflieften. Auch bei diesem Beispiel 
ist fur Stabilisierung eine Unterf ullschicht 50 in Form einer 
Klebeschicht vorgesehen. 

5 Eine weitere Losung zur Verbindung einer integrierten Schal- 
tung mit einem Substrat ist die Verwendung elastischer Erhe- 
bungen, die aus der WO 00/79589 Al bekannt ist. Diese of fen- 
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bart ein elekt ronisches Bauelement bekannt, welches auf einer 
Oberflache flexible Erhohungen aus einem isolierenden Materi- 
al aufweist, wobei ein elektrischer Kontakt auf der flexiblen 
Erhebung angeordnet ist und ein Leitungspfad auf der Oberfla- 
che oder im Inneren der flexiblen Erhebung zwischen dem e- 
lektrischen Kontakt und der elektronischen Schaltung angeord- 
net ist. Der Vorteil dieser Losung ist eine geringere Aufbau- 
hohe, eine hohere Zuverlassigkeit und geringere Kosten. In 
diesem Zusammenhang ist es bekannt, die elastischen Kontakt- 
elemente auf das Substrat zu loten bzw. zu kleben. 

Ein Nachteil dieser Losung besteht darin, das die Warmeablei- 
tung von der integrierten Schaltung bei flexiblen Kunststoff- 
Kontaktelementen wesentlich schlechter ist als bei Lotkiigel- 
chen. Ein weiterer Nachteil liegt in einer schlechteren me- 
chanischen Fixierung. 

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung liegt darin, ein ein- 
facher und kostengunst iges Verfahren zur Verbindung einer in- 
tegrierten Schaltung mit einem Substrat und eine entsprechen- 
de Schaltungsanordnung zu schaffen, welches von thermischer 
Fehlanpassung weitgehend unbeeinf lusst bleibt, aber dennoch 
gute Warmeableitungseigenschaf ten aufweist. 

Erf indungsgemafi wird diese Aufgabe durch das Verfahren zur 
Verbindung einer integrierten Schaltung mit einem Substrat 
nach Anspruch 1 und die ent sprechende Schaltungsanordnung 
nach Anspruch 11 gelost. 

Die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Idee liegt 
darin, dass die erhabenen Kontaktbereiche derart gestaltet 
sind, dass die erste Gruppe von Kontaktbereichen eine starre 
Verbindung und die zweite Gruppe von Kontaktbereichen eine 
elastische Verbindung zwischen der Verpackung und dem Sub- 
strat bilden. Durch geeignete Anordnung lasst sich somit ei- 
nerseits die thermische Fehlanpassung elastisch ausgleichen, 
andererseits aber eine gute Warmeablei tung und feste mechani- 
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sche Anbindung auf rechterhalten . In diesem Zusammenhangs sei 
erwahnt, dass die Kontaktbereiche nicht notwendigerweise eine 
elektrische Kontakt f unkt ion aufweisen mussen, sondern zumin- 
dest teilweise lediglich eine thermisch/ mechanische Funktion 
aufweisen konnen. 

Bei der Konzeption der vorliegenden Erfindung wurde herausge- 
funden, dass der Effekt unterschiedlicher Langenausdehnungen 
umso grofter ist, je grofier der Abstand von einem neutralen 
Punkt der Schaltungsanordnung ist. Ab einem bestimmten Ab- 
stand von einem derartigen neutralen Punkt kann die entste- 
hende Spannung bei Temperaturwechseln nicht mehr durch die 
Verpackung abgefedert .werden, und die schwachsten Komponenten 
- in der Regel die Lotkugelchen - werden zerstort, da die 
Lotverbindung wenig elastisch ist und ab einer bestimmten 
Scherkraf t abreiftt . 

Wo im speziellen ein neutraler Punkt liegt, hangt von der ge- 
ometrischen Konstruktion der verpackten integrierten Schal- 
tung und des Substrats ab . 

In den Unteranspruchen finden sich vorteilhafte Wei terbildun- 
gen und Verbesserungen des jeweiligen Gegenstandes der Erfin- 
dung . 

Gemaft einer bevorzugten Weiterbildung wird die erste Gruppe 
von Kontaktbereichen in einem Nahbereich angeordnet wird, der 
einen Punkt der Anschlussseite umgibt, und die zweite Gruppe 
von Kontaktbereichen aulierhalb in einem Fernbereich angeord- 
net wird, der den Nahbereich umgibt. 

Gemaft einer weiteren bevorzugten Weiterbildung liegt der 
Punkt etwa in der Mitte einer Erstreckung in einer vorgegebe- 
nen Richtung der Verpackung. 
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Gemali einer weiteren bevorzugten Weiterbildung umfassen die 
Kontaktbereiche der ersten Gruppe Lotelemente und die Kon- 
taktbereiche der zweiten Gruppe Kunststof f elemente sind. 

Gemali einer weiteren bevorzugten Weiterbildung bestehen die 
Kunststoffelemente aus elektrisch leitfahigem Polymer 
und/oder Klebmittel und/oder Silikon. 

Gemali einer weiteren bevorzugten Weiterbildung werden die 
Kunststoffelemente an ihrer zu verbindenden Seite mit einem 
lotbaren Metalltiberzug versehen. 



Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung bestehen die 
Kunststoffelemente aus elektrisch nicht-leit f ahigem Polymer 
15 und/oder Klebmittel und/oder Silikon, wobei die an ihrer zu 

verbindenden Seite mit einer metallischen Leiterbahn versehen 
werden, die mit der integrierten Schaltung elektrisch verbun- 
den ist. 



Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die Ver- 
packung auf der Vorderseite der integrierten Schaltung einen 
Interposer auf, auf dessen der integrierten Schaltung abge- 
wandten Seite die Anschlussbereiche der Verpackung vorgesehen 



werden . 



Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die Ver- 
packung auf der Vorderseite der integrierten Schaltung eine 
Isolierschicht auf, auf deren der integrierten Schaltung ab- 
gewandten Seite die Anschlussbereiche der Verpackung vorgese- 
30 hen werden. 



35 



Gemali einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird die Ver- 
packung zumindest auf der Ruckseite der integrierten Schal- 
tung eine Verkapselung vorgesehen. 
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Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung ist in den Zeichnungen 
dargestellt und in der nachf olgenden Beschreibung naher er- 
lautert . 

Es zeigen: 

Fig. la,b eine schematische Ansicht von einem Teil einer 
Schaltungsanordnung gemass einer ersten Ausfiih- 
rungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 2 eine schematische Ansicht von einem Teil einer 

Schaltungsanordnung gemass einer zweiten Ausfuh- 
rungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 3 eine schematische Ansicht von einem Teil einer 

Schaltungsanordnung gemass einer dritten Ausfuh- 
rungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 4 eine schematische Ansicht von einem Teil einer 

Schaltungsanordnung vom Interposer-Typ zur Erlaute 
rung der Problematic, die der Erfindung zugrunde- 
liegt; und 

Fig. 5 eine schematische Ansicht von einem Teil einer 

Schaltungsanordnung vom Chip-Size-Typ zur Erlaute- 
rung der Problematic die der Erfindung zugrunde- 
liegt . 

In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugs zeichen gleiche oder 
funktionsgleiche Bestandteile . 

Fig. la,b zeigen eine schematische Ansicht von einem Teil ei- 
ner Schaltungsanordnung gemass einer ersten Ausf uhrungsf orm 
der vorliegenden Erfindung. 



In Figur la 
Verpackung, 



bezeichnet Bezugszeichen la , 
welche sich von dem Beispiel 



eine modifizierte 
in Figur 4 dadurch 
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unterscheidet, class auf der Anschlusssei te AS Lot kugelchen '■ 
nur auf Anschlussf lachen 150 vorgesehen sind, die innerhalb 
exnes bestimmten Nahbereichs IR in Bezug auf einen Neutral- 
punkt NP liegen. 

Dieser Neutralpunkt NP 1st fur die x-Richtung der Punkt, an 
dem die thermische Fehlanpassung der verschiedenen Komponen- 
ten den geringsten Einfluss hat. Mit anderen Worten treten 
hier keine oder nur sehr geringe Spannungen auf. Diese Span- 
nungen nehmen zu mit grolier werdendem Abstand von dem Neut- 
ralpunkt NP. innerhalb des Nahbereichs IR sind diese Spannun 
gen auf eine Grofie beschrankt, die bei dem erwunschten Tempe 
raturwechselbereich nicht zu destruktiven Veranderungen 
fuhrt. Demgemass sind dort die Kontaktbereiche zur Verbindun 
mit dem Schaltungssubst rat 100 Lotkugelchen 30. 

Hingegen sind die Spannungen im Fernbereich OR derart groli 
dass sie nicht durch Lotkugelchen 30 ausgehalten werden kdn- 
nen. Dementsprechend sind dort bei dieser Ausf uhrungsf orm an 
den entsprechenden Anschlussf lachen 150 elastische leitende 
Kunststoffelemente 35 angebracht, welche an ihrer Verbin- 
dungsseite, d.h. der Seite zur Verbindung mit dem Schaltungs- 
substrat 100, einen Metallisierungsbereich 38 eines lotbaren 
Metalls aufweisen. 

Mit Bezug auf Figur lb erfolgt die Verbindung mit dem Schal- 
tungssubst rat 100 im Bereich der Lotkugelchen 30 ublicherwei- 
se und im Bereich der Kunststoffelemente 35 unter Zuhilfenah- 
me von zusatzlichem Lot 39, welches bei diesem Beispiel auf 
die entsprechenden Anschlussf lachen 110 des Schaltungssub- 
strats aufgebracht wird. 

Die resultierende Verbindung zwischen der Verpackung la' mit 
dem Chip 5 und dem Schaltungssubstrat 100 ist wesentlich we- 
mger anfallig gegenuber den Spannungen ST, die aufgrund der 
thermischen Fehlanpassungen entstehen. Diese elastischen 
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Kunststoffelemente 35 konnen namlich wesentlich starker komp- 
rimiert, dilatiert und distordiert werden. 

Obwohl bei diesem Ausf uhrungsbeispiel alle Kontaktbereiche 

30, 35 eine elektrische Funktion aufweisen, ist dies nicht 

unbedingt erf orderlich, es konnen beispielsweise zusatzliche 

Kontaktbereiche 30, 35 vorgesehen werden, welche lediglich 

exne mechanische bzw. thermisch/mechanische Funktion aufwei- 
sen . 



rm 



Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht von einem Teil einer 
Schaltungsanordnung gemass einer zweiten Ausf uhrungsf orm der 
vorliegenden Erfindung. 

Die Ausfuhrungsform gemafi Figur 2 korrespondiert zur bekann- 
ten Schaltungsanordnung, welche zuvor mit Bezug auf Figur 5 
erlautert wurde. Auch hier wurden die Kontaktelemente in Fo 
von Lotkugelchen 30 im Nahbereich IR des Neutralpunktes NP 
bexbehalten. Hingegen wurden in den Anschlussbereichen 150' 
welche im Fernbereich OR liegen, elastische Kunststoffelemen- 
te aus einem nicht-leitenden Material vorgesehen. Hier sind 
die Ans ^lussbereiche 150' nicht-leitend, sondern dienen nur 
dem mechanischen Anschluss. 

Zum Schaffen einer leitenden Verbindung mit der Umverdrah- 
tung, die mit den Kontaktpads 6 des Chips 5 verbunden ist 
wurden Leiterbahnen 150- auf die Oberflache der elastischen 
Kunststoffelemente 35 gefuhrt. Somit kann wie bei der oben 
erwahnten ersten Ausfuhrungsform die Verpackung lb ' mit dem 
Chrp 5 auf das Schal tungssubstrat 100 beklebt oder gelotet 
werden, und es konnen die gleichen Vorteile erzielt werden 
wie bei der ersten Ausfuhrungsform. 

Fig. 3 zeigt eine schematische Ansicht von einem Teil einer 
Schaltungsanordnung gemass einer dritten Ausfuhrungsform der 
vorliegenden Erfindung. 
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Die Ausf iihrungsf orm gemaft Figur 3 unterscheidet sich von der 
Ausfuhrungsform gemafi Figur 2 nur insofern, als dass der Be- 
reich der Umverdrahtung uber die Seitenkanten des Chips ver- 
langert ist, was ublicherweise auch als Fan-out bezeichnet 
5 wird. 

Obwohl die vorliegende Erfindung vorstehend anhand bevorzug- 
ter Ausf uhrungsbeispiels beschrieben wurde, ist sie darauf 
nicht beschrankt, sondern auf vielfaltige Art und Weise modi- 
10 fizierbar. 

Die vorliegende Erfindung ist insbesondere nicht nur fur 
y Chips, sondern auch fur Hybride, Wafer oder sonstige integ- 

rierte Schaltungen anwendbar. Auch ist die Erfindung nicht 
15 auf die angegebenen Materialien beschrankt. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Verbindung einer integrierten Schaltung (5), 
insbesondere von einem Chip oder einem Wafer oder einem Hyb- 
5 rid, mit einem Substrat (100), welches folgende Schritte auf- 
weist : 

Vorsehen einer Verpackung (la\- lb\- lc y ) fur die integrierte 
Schaltung, welche eine Anschlufiseite (AS) aufweist, auf der 
10 eine Mehrzahl Anschlussbereichen (150; 150, 150' ) zur Verbin- 
dung mit dem Substrat (100) vorgesehen sind; 

^ Vorsehen einer ent sprechenden Mehrzahl von Anschlussbereichen 
(110) auf dem Substrat (100); 

15 

Vorsehen von erhabenen Kontaktbereichen (30; 35) auf den An- 
schlussbereichen (150; 150, 150') der Verpackung (la*; lb x ; 
lcM und/oder den Anschlussbereichen (110) des Substrats 
(100) ; 

20 

wobei die erhabenen Kontaktbereiche (30; 35) eine erste Grup- 
pe von Kontaktbereichen (30) und eine zweite Gruppe von Kon- 
taktbereichen (35) umfassen; 

25 Schaffen einer Verbindung der Verpackung (la'; lb x ; lc x ) mit 
dem Substrat (100) uber die erhabenen Kontaktbereiche (30; 
35) ; 

wobei die erhabenen Kontaktbereiche (30; 35) derart gestaltet 
30 sind, dass die erste Gruppe von Kontaktbereichen (30) eine 

starre Verbindung und die zweite Gruppe von Kontaktbereichen 
(35) eine elastische Verbindung zwischen der Verpackung (la x ; 
lb*; lc y ) und dem Substrat (100) bilden. 

35 2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 
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dass die erste Gruppe von Kontaktbereichen (30) in einem Nah- 
bereich (IR) angeordnet wird, der einen Punkt (NP) der An- 
schlussseite (AS) umgibt, und die zweite Gruppe von Kontakt- 
bereichen (35) aufierhalb in einem Fernbereich (OR) angeordnet 
5 wird, der den Nahbereich (IR) umgibt. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Punkt (NP) etwa in der Mitte einer Erstreckung in 
10 einer vorgegebenen Richtung (x) der Verpackung (la x ; lb'; 
lc') liegt. 

IK 4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, 

dadurch gekennzeichnet, 
15 dass die Kontaktbereiche (30) der ersten Gruppe Lotelemente 

und die Kontaktbereiche (35) der zweiten Gruppe Kunststoff- 

elemente umf as sen . 



20 



5. Verfahren nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Kunststof felemente aus elektrisch leitfahigem Poly- 
mer und/oder Klebmittel und/oder Silikon bestehen. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, 
25 dadurch gekennzeichnet, 

dass die Kunststof felemente an ihrer zu verbindenden Seite 
mit einem lotbaren Metalltiberzug (38) versehen werden. 



7. Verfahren nach Anspruch 4, 

30 dadurch gekennzeichnet, 

dass die Kunststof felemente aus elektrisch nicht-leit f ahigem 
Polymer und/oder Klebmittel und/oder Silikon bestehen und an 
ihrer zu verbindenden Seite mit einer metallischen Leiterbahn 
(150 versehen werden, die mit der integrierten Schaltung 

35 (5) elektrisch verbunden ist. 



8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
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dadurch gekennzeichnet, 

dass die Verpackung (la x ) auf der Vorderseite (VS) der integ- 
rierten Schaltung (5) einen Interposer (15) aufweist, auf 
dessen der integrierten Schaltung (5) abgewandten Seite die 
Anschlussbereiche (150) der Verpackung (la*) vorgesehen wer- 
den . 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Verpackung ( lb *; lc*) auf der Vorderseite (VS) der 
integrierten Schaltung (5) eine Isolierschicht (25) aufweist, 
auf auf deren.der integrierten Schaltung (5) abgewandten Sei- 
te die Anschlussbereiche (150) der Verpackung (lb*; lc*) vor- 
gesehen werden. 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Verpackung (lb*; lc M zumindest auf der Ruckseite 
(VS) der integrierten Schaltung (5) eine Verkapselung (20) 
vorgesehen wird. 

11. Schaltungsanordnung, die eine Verbindung einer integrier- 
ten Schaltung (5), insbesondere von einem Chip oder einem Wa- 
fer oder einem Hybrid, mit einem Substrat (100) aufweist, 

mit : 

einer Verpackung (la\- lb*; lc y ) fur die integrierte Schal- 
tung, welche eine Anschlussseite (AS) aufweist, auf der eine 
Mehrzahl Anschlussbereichen (150; 150, 150') zur Verbindung 
mit dem Substrat (100) vorgesehen sind; 

einer ent sprechenden Mehrzahl von Anschlussbereichen (110) 
auf dem Substrat (100); und 

erhabenen Kontaktbereichen (30; 35), die die Anschlussberei- 
chen (150; 150, 150') der Verpackung (la 1 ; lb*; lc*) mit den 
Anschlussbereichen (110) des Substrats (100) verbinden; 
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wobei die erhabenen Kontaktbereiche (30; 35) eine erste Grup- 
pe von Kontaktbereichen (30) und eine zweite Gruppe von Kon- 
taktbereichen (35) umfassen, die derart gestaltet sind, dass 
5 die erste Gruppe von Kontaktbereichen (30) eine starre Ver- 
bindung und die zweite Gruppe von Kontaktbereichen # ( 35 ) eine 
elastische Verbindung zwischen der Verpackung (la'; lb x ; lc x ) 
und dem Substrat (100) bilden. 

10 12. Verfahren nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, 
• dass die erste Gruppe von Kontaktbereichen (30) in einem Nah- 

pK bereich (IR) angeordnet ist, der einen Punkt (NP) der An- 

schlussseite (AS) umgibt, und die zweite Gruppe von Kontakt- 
15 bereichen (35) auflerhalb in einem Fernbereich (OR) angeordnet 

ist, der den Nahbereich (IR) umgibt. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

20 dass der Punkt (NP) etwa in der Mitte einer Erstreckung in 
einer vorgegebenen Richtung (x) der Verpackung ( la \- lb ' ; 
lc x ) liegt. 

14. Verfahren nach Anspruch 11, 12 oder 13, 
^5 dadurch gekennzeichnet, 

r" dass die Kontaktbereiche (30) der ersten Gruppe Lotelemente 
und die Kontaktbereiche (35) der zweiten Gruppe Kunststoff- 
elemente umfassen . 

30 15. Verfahren nach Anspruch 14, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Kuns t s tof f elemente aus elektrisch leitfahigem Poly- 
mer und/oder Klebmittel und/oder Silikon bestehen. 

35 16. Verfahren nach Anspruch 15, 

dadurch gekennzeichnet, 
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dass die Kunststof f elemente an ihrer zu verbindenden Seite 
mit einem lotbaren Metalluber zug (38) versehen werden. 

17. Verfahren nach Anspruch 14, 

5 dadurch gekennzeichnet, 

dass die Kunststof f elemente aus elektrisch nicht-leit f ahigem 
Polymer und/oder Klebmittel und/oder Silikon bestehen und an 
ihrer zu verbindenden Seite mit einer metallischen Leiterbahn 
(150 M versehen werden, die mit der integrierten Schaltung 
10 (5) elektrisch verbunden ist. 

18. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche 11 bis 



dadurch gekennzeichnet, 
15 dass die Verpackung (la') auf der Vorderseite (VS) der integ- 
rierten Schaltung (5) einen Interposer (15) aufweist, auf 
dessen der integrierten Schaltung (5) abgewandten Seite die 
Anschlussbereiche (150) der Verpackung (la*) vorgesehen wer- 
den . 

20 

19. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche 11 bis 
17, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Verpackung (lb*; lc*) auf der Vorderseite (VS) der 



r auf deren der integrierten Schaltung (5) abgewandten Seite 

die Anschlussbereiche (150) der Verpackung (lb*; lc*) vorge- 
sehen werden. 

30 20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche 11 bis 
19, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Verpackung (lb*; lc*) zumindest auf der Ruckseite 
(VS) der integrierten Schaltung (5) eine Verkapselung (20) 
35 vorgesehen wird. 




17, 




(5) eine Isolierschicht (25) aufweist, 
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Zusammenf as sung 

Verfahren zur Verbindung einer integrierten Schaltung mit ei- 
nem Substrat und entsprechende Schaltungsanordnung 

5 

Die vorliegende Erfindung schafft ein Verfahren zur Verbin- 
dung einer integrierten Schaltung (5), insbesondere von einem 
Chip oder einem Wafer oder einem Hybrid, mit einem Substrat 
(100), welches folgende Schritte aufweist: Vorsehen einer 
0 Verpackung (la'; lb \- lc x ) fur die integrierte Schaltung, 

welche eine Anschlussseite (AS) aufweist, auf der eine Mehr- 
zahl Anschlussbereichen (150; 150, 150' ) zur Verbindung der 
integrierten Schaltung (5) mit dem Substrat (100) vorgesehen 
sind; Vorsehen einer ent sprechenden Mehrzahl von Anschlussbe- 
5 reichen (110) auf dem Substrat (100); Vorsehen von erhabenen: 
Kontaktbereichen (30; 35) auf den Anschlussbereichen (150; 
150, 150') der Verpackung (la*; lb » ; lc x ) und/oder den An- 
schlussbereichen (110) des Substrats (100); wobei die erhabe- 
nen Kontaktbereiche (30; 35) eine erste Gruppe von Kontaktbe- 
0 reichen (30) und eine zweite Gruppe von Kontaktbereichen (35) 
umfassen; und Schaffen einer Verbindung der Verpackung (la v ; 
lb'; lc') mit dem Substrat (100) uber die erhabenen Kontakt- 
bereiche (30; 35); wobei die erhabenen Kontaktbereiche (30; 
35) derart gestaltet sind, dass die erste Gruppe von Kontakt- 
5 bereichen (30) eine starre Verbindung und die zweite Gruppe 
von Kontaktbereichen (35) eine elastische Verbindung zwischen 
der Verpackung (la\- lb\- lc') und dem Substrat (100) bilden. 
Die Erfindung schafft ebenfalls eine entsprechende Schal- 
tungsanordnung . 
0 

Fig. lb 
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Bezugszeichenliste 



m 



100 Schaltungs subs t rat 

20 Verkapselung 
5 110,150, 

140, 150 * Anschlussbereiche 

7 Leitungen 

8 Klebmasse 

AS Anschlussseite 

10 VS Vorderseite 

RS Ruckseite 

5 Chip 
10 Klebschicht 
15 Interposer 

15 30 Lotkugelchen 

35 Kunststoff element e 

6 Kontaktpads 

38 Metallisierung 
IR Nahbereich 

20 OR Fernbereich 
la, lb, 
la Mb \ 

lc* Verpackung inclusive Ch 

NP Neutralpunkt 

ST Spannung 

V Verbiegungsef f ekt 

39 Lot 

150 * * Leiterbahn 

25 Dielektrikum 

30 120 s Lotstoppschicht 
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